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Liebe Mitglieder,

Was wird uns dieses Jahr 2022 noch alles an Uberraschungen bringen?
Sicher ist nur: der FED wird 30.

Gesellschaftlich hat uns die Pandemie noch immer im Griff, wirtschaftlich gehen wir
davon aus, dass das schlimmste voriiber ist, obwohl uns die Nachwirkungen noch erheb-
lich belasten, vor allem die Lieferengpéasse im Elektronikbereich. Politisch kann uns die
Ukrainekrise noch bose Uberraschungen mit schwerwiegenden Folgen bereiten und auch
China ist ein unberechenbarer Gigant. Eigentlich wollen und miissten wir aufbrechen in
die kohlenstofffreie Zukunft — die ganze Welt gemeinsam! Danach sieht es im Moment
ganz und gar nicht aus.

Fiir diese Weltthemen ist der FED nicht zustdndig, wohl aber im europdischen Raum fiir
die Unterstiitzung der Elektronikbranche in D-A-CH iiber die gesamte Wertschopfungs-
kette vom Design bis zur Baugruppe. Das ist unser Credo und Anspruch, was allerdings
bei der Griindung des FED vor 30 Jahren noch vermessen gewesen ware.

Damals 1992 griindete ein kleiner Designerzirkel von sieben Uberzeugungstitern in
Berlin den FED mit dem Ziel, in der immer komplexer werdenden SMD-Bauteilewelt die
Leiterplattenlayouter zu vernetzen, um deren Kompetenz sowie die Kommunikation
mit den Leiterplattenherstellern und Baugruppenproduzenten zu fordern.

Das Netzwerk und der fachliche Austausch sind seitdem stetig gewachsen, aus 7 wurden
700 Mitglieder. Der FED ist durch Kooperation und Engagement vieler seiner Mitglieder
zum gefragten Branchenverband fiir Elektronik-Design und -Fertigung geworden — mit
grofSem Seminar- und Zertifizierungsprogramm sowie zahlreichen, etablierten Events.

Wie geht es weiter? Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung erfordert

von uns verstarkte Aktivititen zur Nachwuchsgewinnung, die fachliche Vernetzung iiber
die sozialen Medien und ein zeitgeméafSes Wissensmanagement. Last not least ermog-
licht die Kooperation mit anderen Verbanden, Einfluss zu nehmen auf die Normung oder
auch die Praxistauglichkeit umweltpolitischer Vorgaben zu fordern.

Ich hoffe, wir sehen uns auf einem der zahlreichen Events im
Laufe des Jahres, spatestens aber am 29./30. September zu
unserer Jubilaumskonferenz in Potsdam, wo wir iiber den
fachlichen Austausch hinaus die Erfolgsgeschichte des

FED und das positive Miteinander gebiihrend feiern wollen.

Ihr Rainer Thiiringer
FED-Vorstandsvorsitzender
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Hanno Platz, Geschiftsfiihrer

und Griinder der Firma GED,

leitet die Regionalgruppe Diisseldorf
und den Arbeitskreis 3D-Elektronik.

Arbeitskreis 3D-Elektronik zieht
erfolgreiche Zwischenbilanz

Der FED-Arbeitskreis 3D-Elektronik hatte 2019 das Innovationsnetzwerk 3D-Elektronik ins
Leben gerufen. Das geforderte ZIM-Netzwerk (zentrales Innovationsprogramm Mittelstand)
endete turnusgemaB nach drei Jahren. Federfiihrend waren die Netzwerkmanager der
Technologieberatung Jockel Innovation Consulting (JOIN).

Hanno Platz, Leiter des AK 3D-Elektronik, hat
allen Grund zur Freude: vier bewilligte F &E-Pro-
jekte und ein KMU Innovativ Projekt hat das 2019
auf Initiative des FED gegriindete ZIM-Netzwerk
auf den Weg gebracht. Alle Projekte zielen darauf,
elektronische Baugruppen komplexer, hochinte-
grierter, kostengiinstiger, energieeffizienter und
zugleich platzsparender umzusetzen. Im ZIM-Pro-
jekt ,BauteilBett“ entwickelt die Firma metak ein
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neues Verfahren zur Fertigung von elektronischen
Freiformbauteilen, bei dem elektronische Bauteile
gezielt in Spritzgussteile integriert werden konnen.

Im Projekt ,noKat“ entwickelten die Firma van
Rickelen und das Fraunhofer IMS einen optischen
Naherungssensor, der mit kiinstlicher Intelligenz
Personen erkennt. So wird die aktuell sehr hohe
Anzahl unerwiinschter Erkennungen klassischer
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Naherungssensoren, z.B. Tiere oder Wind, deutlich
reduziert. Da es sich zudem um ein mikrocontrol-
ler-basiertes Embedded-System handelt, werden
die Daten lokal verarbeitet und gelangen nicht
nach aufSen. Das Projekt wurde bereits erfolgreich
abgeschlossen; ein Folgeprojekt ist in Planung.

Im dritten ZIM-Projekt KI-NO erarbeiten GED,
Fraunhofer IMS und TU Chemnitz eine indi-
vidualisierbare Multisensorplattform nach
einem Baukastenprinzip (KI-NO). Die Sensoren
lassen sich je nach Einsatzgebiet individuell
zusammenstellen. Die Vorteile sind eine autar-
ke Energieversorgung mit Hilfe eines Energy
Harvester, miniaturisierte Bauweise sowie KI-ba-
sierte Sensordatenverarbeitung. Das ermoglicht
ein breites Einsatzspektrum von Wearables in
der Sportmedizin bis zur Predictive Maintenance
von Maschinen und Anlagen.

Demonstratoren fiir industriellen

Einsatz von ,Klettwelding”

Zum Ablauf der dreijahrigen Forderphase hat das
Netzwerk einen positiven Entscheid zu einem
Projektantrag mit 1,8 Mio. Euro Fordervolumen
erhalten. Im November startete iiber das Pro-
gramm ,, KMU-innovativ® des BMBF das Projekt
,hano-AVT". Ein Konsortium aus NanoWired, Be-
cker & Miiller, GED, Huber Automotive und der TU
Dresden entwickelt zwei Demonstratoren fiir Sig-
naliibertragungsraten bis 20 GHz und Leistungen
bis 20 kW mit der Aufbau- und Verbindungstech-
nologie ,KlettWelding®.

Hierbei wird auf dem Wafer auf der Klebeseite der
Halbleiter und auf der Leiterplatte eine Schicht
feinster Kupferhaare in einem galvanischen
Prozess erzeugt. Dieser Nano-Rasen stellt mit
Druck und geringer Temperatur eine mechanisch
und elektrisch feste Verbindung her, die wie ein
Klettverschluss funktioniert. Mittels Klettwelding
werden die Leistungshalbleiter direkt auf einen
3D-gedruckten Fliissigkeitskiihlkdrper montiert.

Netzwerk 6ffnet sich fiir

neue Mitglieder

Das Innovationsnetzwerk aus acht KMU und
acht Forschungseinrichtungen bleibt weiter
bestehen und 6ffnet sich fiir neue Mitglieder. So
lassen sich auf kurzem Weg Informationen iiber
Forderprojekte austauschen und Partner fiir ge-
meinsame Forschungsprojekte zusammenbringen.
Das Netzwerk leitet die Technologieberatung Jo-
ckel Innovation Consulting (JOIN), die Mitglieder
zu Fordermitteln und -moglichkeiten berat.

Interessierte neue Partner sind in der Runde will-
kommen.

Ansprechpartner fiir neue Mitglieder sind Ann-
Cathrin Hubschneider, E-Mail: a.hubschneider@
joein.de, von JOIN bei organisatorischen Fragen
und Hanno Platz, E-Mail: h.platz@ged.pcb-mcm.
de, von GED, fiir technische Fragen. (cm)

Das Innovationsnetzwerk
besteht aus acht KMU
und acht Forschungsinstituten.

&3D

Elektronik

Das Netzwerk 3D-Elektronik
ist im Web zu finden unter
www.3d-elektronik.net
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Die Vorbereitungen fur die
30. FED-Konferenz laufen

Seit Monaten plant das Team der Geschiftsstelle die diesjahrige FED-Konferenz am 29. und 30.
September in Potsdam. In unserem 30. Jubilaumsjahr soll dieser Event ein ganz besonderer
Treffpunkt werden. Bis zum 11. Marz besteht die Moglichkeit, Vorschlage fiir Fachvortrage im

Konferenzprogramm einzureichen.

Die Konferenz ist in jedem Jahr der Hohepunkt
unserer Verbandsarbeit, doch in diesem Jahr et-
was ganz Besonderes. Erstens hoffen wir, dass wir
die Konferenz so veranstalten konnen, wie wir es
zwei Jahre lang vermisst haben und zweitens wol-
len wir mit allen, die uns verbunden sind, unser
30. Jubildum (siehe Seite 14) feiern.

Unter dem Motto ,Den Wandel gestalten: De-
sign-, Fertigungs- und Managementprozesse
fiir Elektronik optimieren® laden wir Praktiker
und Entscheider aus der Elektronikbranche zum
Wissens- und Erfahrungsaustausch am 29. und
30. September nach Potsdam ein. Wie gewohnt
werden Keynote-Redner sprechen, die uns im po-

Im Konferenzprogramm ist Platz fiir Gber 40 Fachvortrage. Machen Sie mit! Wir freuen uns auf lhren Vorschlag.

sitiven Sinn anstiften. AufSerdem bereiten wir ein
Rahmenprogramm vor, dass viel Zeit und Raum
flir personliche Gesprache bietet.

Neben der beliebten Ausstellung plant das Kon-
ferenzteam iiber 40 Fachvortrige, Diskussionen
und Workshops. Bis zum 11. Marz konnen Sie
Ihre Vorschlédge fiir Konferenzbeitrdge einrei-
chen. Wir suchen 35-miniitige Vortrage zu den
Themen Leiterplattendesign, Schaltungstriger,
Baugruppenfertigung, technisches Management,
Arbeitswelt und Nachhaltigkeit. Fiir die Details
zu den Schwerpunktthemen nutzen Sie bitte un-
seren Call for Papers auf unserer Webseite www.
fed-konferenz.de/cfp. (cm)

Bilder: FED
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Neuer Aufruf zum Wettstreit der
Leiterplattendesigner

Dass dem FED die Leiterplattendesigner besonders nahe stehen, ist kein Geheimnis. Sie sind
unsere Hidden Champions und Briickenbauer von der Entwicklung zur Fertigung. In diesem Jahr
hat Initiatorin und FED-Vorstand Erika Reel eine neue Runde des PCB Design Award gestartet.

Die Gewinner beim PCB Design Award 2020: Thomas Blasko, CiBOARD electronic, Georg Scheuermann,
TQ-Systems und Michael Matthes, WITTENSTEIN cyber motor

Zum sechsten Mal ruft der FED alle Leiterplat-
tendesigner zum Wettstreit auf: Stellt Eure
Fahigkeiten und Fertigkeiten an einem Design vor
und bewerbt Euch mit dieser Arbeit fiir den PCB
Design Award. Ausdriicklich eingeladen sind alle
Designer, unabhingig von einer Mitgliedschaft
im FED, die in Deutschland, Osterreich und der

Schweiz arbeiten.

Es gibt vier verschiedene Kategorien: 3D/Bauraum,
High Power, High Density und Einfach Genial.
Diese Kategorie ist neu. Hier freut sich die Jury
auf clevere Designs, die wegen der Vorgaben mit
Einfachheit und/oder Einfallsreichtum brillieren.

Die Bewerbungsunterlagen gibt es auf unserer
Webseite www.pcbdesignaward.de

PCB-Designer-Tag am 10. Mai in Augsburg

Interessante Vortragsthemen, anschauliche Ausfiihrungen und enga-
gierte Auftritte am Vormittag kombiniert der 10. PCB-Designer-Tag
mit einem Werksbesuch am Nachmittag beim EMS-Provider BMK.

Bitte meldet Euch friihzeitig an.
Das Programm findet |hr unter pcbdesignertag.de.

FED kontakt 7
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Die Kopfe der Regionalgruppe

Stuttgart

Roland Schonholz und Michael Matthes sind die Leiter der Regionalgruppe Stuttgart kurz RGS.
Zusammen betreuen sie 132 Mitglieder in Baden-Wiirttemberg von Wertheim am Main im Norden
bis zum 380 km siidwestlich gelegenen Lorrach. Das Markenzeichen unserer sympathischen
Frontmanner im Siidwesten ist die Online-Vortragsreihe ,kurz & knackig“ (k&k). Am ersten
Mittwoch im Monat 16 Uhr spricht ein Experte 30 Minuten iiber ein fachspezifisches Thema.

Roland ,Roli“ Schonholz, seit 2009 Leiter der
Regionalgruppe Stuttgart, hat 25 Jahre Berufser-
fahrung in der Leiterplattenbranche. In seiner
Karriere arbeitete er als Leiter im Qualitatslabor
in der Leiterplattenfertigung, im Produktmanage-
ment fiir HDI-Microvia-Technik, Entwicklung und
Produktion von Embedded Components sowie im
technischen Marketing fiir Basismaterialien. Als
IPC Master Trainer betreibt er das Ingenieurbiiro
Conselix.

Michael ,Micha“ Matthes, 2014 zum Stellver-
treter des Regionalgruppenleiters gewdhlt, ist

Vollblut-Designer und zweifacher Gewinner des
PCB Design Award. In seinem Spezialgebiet,
dem Umsetzen komplexer Anforderungen an
Konstruktion, Technologie und Produktions-
prozesse, wirkt er als Senior Expert fiir neue
Elektroniktechnologien und EDA-Systeme beim
Antriebsspezialisten WITTENSTEIN. Uber die
Firmenmitgliedschaft und Zusammenarbeit mit
Roli in einem Projekt kam er zum FED.

Ehrenamt macht Arbeit, aber es lohnt sich
~Wir ergianzen uns hervorragend, sind bestens
vernetzt und haben Zugriff auf einen umfangrei-

Die Leiter der FED-Regional-

Bild: Matthes

gruppe Stuttgart: Roland ,Roli“
Schonholz (links) ist vorrangig
im siidlichen Baden-Wiirttem-
berg unterwegs und Michael
»,Micha“ Matthes im nordlichen.




chen Wissensschatz®, verraten Roland Schonholz
und Michael Matthes ihr Erfolgsrezept. Im ersten
Jahr der Pandemie ohne physische Veranstal-
tungen war beiden schnell klar: gerade jetzt im
Homeoffice brauchen die Leute Fachinformatio-
nen und die Moglichkeit, sich auszutauschen.

Pragmatisch starteten sie 2020 das ,kurz & knackig
Konzept“ (k&k), das sie konsequent weiterent-
wickeln. ,,Es macht viel Arbeit und wir sind sehr
stolz®, sagen sie. In den ersten 22 Onlinesessions
haben sie 1000 Teilnehmer mit Informationen
versorgt und mit den Aufzeichnungen der Vortra-
ge 3200 Besucher auf den Youtube-Kanal des FED
gebracht.

Am 2. Februar iibertrafen sie ihre eigene Best-
marke. In Folge 23 am 2. Februar war Rainer
Taube dabei, um in 30 Minuten das ,,Proporti-
onale Anschlussflichenkonzept® (Seite 11) zu
prasentieren. 180 Teilnehmer hatten den Vortrag
live verfolgt.

Ganz neu ist eine ,Dauerkarte®, damit die Fans
automatisch zu den kommenden Vortragen ein-
geladen werden. Auch wenn es von Zeit zu Zeit
schwer ist, neben vielen anderen Dingen, Zeit
fiir die ehrenamtliche Tatigkeit zu opfern, sind

die beiden absolut iiberzeugt, dass sich die Miihe
lohnt. ,,Unser Netzwerk und die guten Kontakte
wachsen und das positive Feedback fiir unser
Engagement motivieren uns weiter zu machen®,
sagen sie.

Hinzu kommt der Nutzen fiir den FED. ,Da wir
ein sehr breitbandiges Vortragsprogramm aus
unterschiedlichen Disziplinen anbieten, konnen
wir anhand der Teilnehmer auch Fokusthemen
identifizieren. So konnen wir zukiinftige Tages-
seminare und Arbeitsfelder entwickeln.”

Die Regionalgruppen des FED

Die zwolf Regionalgruppen sind die kleins-
ten Einheiten im FED fiir den kollegialen
Meinungs- und Gedankenaustausch. Zwei oder
auch drei Regionalgruppenleiter organisieren
die Verbandsarbeit vor Ort unterstiitzt vom
FED-Team in der Geschéftsstelle. Unsere Regio-
nalgruppenleiter freuen sich iiber Mitstreiter und
Themen, die Sie sich wiinschen oder in unserer
Community teilen méchten oder auch Locations
fiir Treffen in der Region. Die Kontaktdaten der
Regionalgruppenleiter finden Sie auf der Websei-
te des FED. (cm)

Auf unserem YouTube-Kanal teilen wir die Vortrage der Reihe
kurz & knackig. Der schnellste Weg fiihrt iiber die Webseite
fed.de. Am rechten oberen Rand einfach auf das entsprechende
Symbol in der vertikalen Schaltleiste klicken.

Die Regionalgruppen
des FED

- Hamburg

Berlin —
-

Jena
Dresden

Hannover

Diisseldorf

Frankfurt/M.
Niirnberg -

. [
' Osterreich [ ‘
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Der Arbeitskreis Normen &
Richtlinien stellt sich neu auf

»Wer die Norm macht, hat den Markt“, besagt die bekannte Regel. Obwohl sich der FED iiber den
Arbeitskreis (AK) Normen & Richtlinien und einzelne Mitglieder in verschiedene Gremien einbringt,
gibt es Verbesserungsbedarf. Darum hat Michael Schleicher, seit 2021 Leiter des Arbeitskreises

und FED-Vorstand, einen Relaunch gestartet.

Verschiedene Normungs- und Standardisierungs-
Organisationen (Stakeholder) beeinflussen und
unterstiitzen mit ihren Dokumenten die Qualitit
von Design, Leiterplatten und Baugruppen, z.B.
IEC (International Electrotechnical Commission),
DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik), IPC
(Association Connecting Electronics Indust-
ries), ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie) und UL (Underwriters Labo-
ratories).

,Im besten Fall konnen wir an den Inhalten aus
dem Blick der FED-Mitglieder mitwirken und ihr
Wissen und Interessen einbringen®, betont Mi-
chael Schleicher, der neue Leiter des AK Normen
& Richtlinien. Aktiv beteiligt ist der FED an der
DKE K 682, Aufbau- und Verbindungstechnik fiir
elektronische Baugruppen und IEC TC 91, Elec-
tronics assembly technology. Auch in anderen
Gremien sind FED-Mitglieder vertreten und mit
ihrer Expertise gesuchte und wichtige Mitarbeiter.

,Doch das Vernetzen dieser Arbeit auf Verband-
sebene gibt es nur selten, und wenn, dann meist
temporér oder zufillig®, stellt Michael Schleicher
fest. Hinzu kommt, die in den Gremien erarbeiteten
Dokumente sind sehr umfanglich und nicht einfach
mal nebenbei zu betreuen. Im ersten Schritt will
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Michael Schleicher, Leiter des AK Normen & Richt-
linien, ist Leiterplattenlayouter im Entwicklungs-
bereich ,Automotive Systems, Hardware Layout &
Service" bei Semikron.

er die Krafte biindeln und die Experten synchro-
nisieren, damit unsere Interessen national und
international mehr Gehor finden. Mittelfristiges
Ziel ist eine Regelschleife im FED zu implemen-
tieren, um aktuelle Themen in IPC-Dokumente
einflieffen zu lassen. (cm)
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IEC 61188-6-Serie:
Wir haben die Norm gemacht

Wie wichtig und wertvoll die Arbeit unserer Experten in den Normungsgremien ist, zeigt
Rainer Taube, langjahriger FED-Vorstand und ehemaliger Leiter des AK Normen & Richtlinien.
Der Prozessexperte hat beobachtet, dass zu groB dimensionierte Anschlussflachen

typische Lotfehler verursachen.

Weil die Regeln zum Berechnen der GrofSe
der Lotflachen nicht mehr fiir die aktuellen
SMD-Bauformen passen, hatte Rainer Taube
ein neues Modell entwickelt ,Das Proportionale
Konzept fiir Bauteilanschlussflichen®. Dieses Mo-
dell beriicksichtigt beim Berechnen der Lot- bzw.
Anschlussflachen fiir die Bauteile deren physika-
lische Eigenschaften im Lotprozess.

Einfach ausgedriickt: Zu grofd dimensionierte An-
schlussflachen bedeuten grofse Mengen Lot, die
verstirkt Lotbriicken und Tombstoning verursa-
chen. Das neue Berechnungsmodell macht nicht
nur die Leiterplattenbestlickung zuverldssiger
und nachhaltiger. Auch das Design gewinnt, weil
die kleineren Anschlussflichen weniger Platz auf
dicht bestiickten Leiterplatten brauchen.

Das Modell ist ausfiihrlich beschrieben in der FED
Bibliothek des Wissens Band 18 und steht auf
unserer Webseite zur Verfligung. AufSerdem gibt
es hier einen Kalkulator, ein Excel- basiertes Be-
rechnungsprogramm, das sowohl die Berechnung
nach den IPC-7351B -Algorithmen als auch nach
dem Proportionalen Konzept ermoglicht.

Die Arbeit von Rainer Taube ist nun offiziell in
der Fachwelt anerkannt und in den IEC-Standards
genormt: [EC-61188-6-1:2021 Generic requi-

rements for land pattern on circuit boards und
61188-6-2:2021 Description of land pattern fort
he most common surface mounted components
(SMD) genormt. Es ist aufSerdem vorgesehen fiir
die Revision der IEC-61188-6-3 Land pattern
design - Description on land pattern for through
hole components (THT). (cm)

Das vom ehemaligen FED-Vorstand Rainer Taube erarbeitete

Modell ist in der IEC 61188-6-Serie genormt.
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Dr. Hans Bell ist Experte fiir Reflow-L6t-
prozesse mit vier Jahrzehnten Erfahrung.

Bild: Bell

Die Tagesseminare “Weichloten” und “Mysterium Reflow-Lotprofile” finden
am 10. und 11. Mai in Berlin statt.

Praxisseminare fur optimale
Reflow-Lotprozesse

Fiir die Baugruppenfertiger im FED hat der renommierte Lotexperte Dr. Hans Bell die vierteilige
Seminarreihe Reflow-Loten erarbeitet. Das Training richtet sich an Anlagenbediener an der
SMT-Linie, Fachkrafte im Engineering und der Arbeitsvorbereitung sowie QS-Spezialisten.

Einfach ausgedriickt, geht es beim Reflow-Lo-
ten darum, eine elektronische Baugruppe so zu
erwarmen, damit das Lot aufschmilzt und sich zu-
verldssige Lotstellen ausbilden ohne die Bauteile
und Leiterplatte zu beschddigen bzw. unnotig zu
stressen.

Was einfach klingt, ist anspruchsvolles Handwerk
und hohe Kunst, die gleichermafSen Fachwissen
und Prozesserfahrung voraussetzen. Denn Re-
flow-Loten ist nicht nur ein thermodynamischer
sondern auch ein chemischer Prozess, bei dem die
Warmetibertragungseigenschaften von Bauteilen

12 FED kontakt

und Leiterplatten genauso wichtig sind, wie das
Zusammenspiel und die chemischen Eigen-
schaften von Lot, Flussmittel, Lotoberflache der
Bauteile und Leiterplattenfinish.

Dr. Hans Bell, Experte fiir Reflow-Lotprozesse mit
vier Jahrzehnten Erfahrung, hat fiir uns eine vier-
teile Schulung fiir Praktiker erarbeitet. Die ersten
beiden Trainings sind im Mai in Berlin. Fiir jede
Schulung konnen die Teilnehmer vorab iiber eine
Checkliste melden, was ihnen besonders wichtig
ist. AufSerdem kann jeder Teilnehmer Fehlerbilder
aus der Praxis einbringen. (cm)



Dietmar Baar geht in den Ruhestand

Am 28. Februar hat Dietmar Baar sein Biiro in der FED-Geschiftsstelle geraumt und sich in den wohl
verdienten Ruhestand verabschiedet.

Dietmar Baar hat seit 2009 als technischer Redak-  schen von Herzen alles Gute fiir den Ruhestand
teur im Team der FED-Geschéftsstelle gearbeitet. Er ~ und viel Freude im neuen Lebensabschnitt.

betreute verschiedene Publikationen des Verbandes, ~ Vorstand, Beirat und Geschiftsstelle des FED (cb)
unter anderem das Mitgliedermagazin kontakt und
die Bibliothek des Wissens. Er baute das Qualitats-
managementsystem auf und kiimmerte sich um

Bild: FED

zahlreiche Gremien und Veranstaltungen.

Zwei von vielen Highlights: Die Umsetzung des
Forums Elektronikfertigung auf der Nortec und der
PCB Designer Tag. Doch damit nicht genug: Den
FED-Mitgliedern und -Referenten stand er immer
mit Rat und Tat zur Seite bei Anfragen aller Art.

Mit seiner Kompetenz und seiner freundlich-un-
aufgeregten Art — gepaart mit einem guten Schuss
brandenburgischem Mutterwitz — hat Dietmar Baar

viele wertvolle Kontakte gekniipft und Projekte auf \ . \

den Weg gebracht. Wir sagen danke fiir 13 Jahre  Nach 13ahriger Arbeit in der FED-Geschéftsstelle
Engagement fiir die Sache des Verbandes und wiin-  tritt Dietmar Baar in den Ruhestand.

Wir gratulieren zum goldenen ZED-Zertifikat

ZERTIFIKAT Drei Designer haben alle vier Stufen in der Qualifikation zum Zertifizierten
Elektronik-Designer ZED Level I bis IV erfolgreich abgelegt und das goldene
Abschlusszertifikat vom FED-Vorstand erhalten. Zum Titel ,, Zertifizierter
Elektronik-Designer ZED“ gratulieren wir:
Eugen Teichrieb
Christian Abeln, Rosen Technology & Research Center und
Christoph Behlmann, Rosen Technology & Research Center.

Nun haben 55 Leiterplattendesigner alle vier Module Leiterplatten- und Bau-

. gruppendesign von den Grundkenntnissen bis zum Spezialwissen absolviert.
Das goldene ZED-Zertifikat o e . ) ! !
e s e B L Der zertifizierte Abschluss ist ein Nachweis der beruflichen Qualifikation und

plattendesigner erhalten. eine anerkannte Referenz fiir den Designerberuf.
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24.000

Teilnehmer

\Von der Idee zur Institution:

30 Jahre FED

:\'\W? (/’/J%
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%\'\?’ﬁ é"f/&

JAHRE
FEUV

Der urspriingliche Interessensvertreter der Leiterplattenlayouter hat langst die Briicke zur Leiterplat-
ten- und Baugruppenfertigung geschlagen. Die 700 Mitgliedsfirmen und personlichen Mitglieder sind
EMS-Firmen, Leiterplattendesigner, Leiterplattenhersteller, EDA- und Software-Spezialisten, Anbieter
von Fertigungsausriistung, Prozess- und Technologiedienstleister.

Der Technologiewechsel von der Durch-
stecktechnik zur Oberflaichenmontage (SMT)
Mitte der 1980er machte klar, wo es klemmt. Fiir
eine wirtschaftliche und fehlerfreie Produktion
und Weiterverarbeitung der Leiterplatte spielt
das Leiterplattenlayout eine zentrale Rolle. Au-
fRerdem braucht es Standards und Fachleute, die
iiber das fiir die neuen Prozesse, Bauteileformen
und Zusammenhinge erforderliche Wissen ver-
fiigen.

Teilnehmer-

/00

Mitglieder

1l

1.500
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bewertung Note 1

Weil das Thema bei anderen Verbanden verhallte,
griindete sich im Sommer 1992 der Fachverband
Elektronik Design e.V., kurz FED. ,,Der FED hat sich
von einer phantastischen Idee zu einer vielseitigen
und akzeptierten Institution entwickelt®, schrieb
der damalige FED-Geschiftsfiihrer Dr. Stephan
Weyhe zum 20. Jubilaum. An anderer Stelle heifSt
es ,Der FED gewann seine Stidrke aus dem Mitei-
nander seiner Mitglieder.” Heute, 10 Jahre spaiter,
konnten wir es nicht besser formulieren. (cm)

Schwerpunkt der Verbandsarbeit ist das Aufbereiten und Teilen von Fachwissen.

1] 300

Schulungstage
-\

TRA

. 130

Regionalgruppen-
Events

Trainings und
Seminare pro Jahr

Bilder: FED



Termine notieren!

Bitte priifen Sie die tagesaktuellen Termine wie gewohnt unter www.fed.de.

AUS DEM SEMINARKALENDER FED VOR ORT
09.03.-11.03.2022  04.04. - 05.04.2022  02.05. - 03.05.2022  10.05.2022

Berlin Berlin Online Augsburg

ESD-Schutz- Leiterplattentech- Qualitat im 10. PCB-Designer-Tag
management nologie in Theorie & Designprozess Workshop fiir Leiterplat-

14.03. - 18.03.2022
Online
IPC/WHMA-A-620
Kurs fiir Spezialisten

14.03. - 18.03.2022
Online
IPC/WHMA-A-620
Kurs fiir Trainer

23.03.2022
Berlin

Qualitat im
Designprozess

24.03. - 25.03.2022
Berlin

Grundlagen der
modernen Bau-
gruppenfertigung
(ZED Level IV)

29.03.- 30.03.2022
Online

Anwendung und
Verarbeitung von
Schutzlacken

Praxis (ZED Level IV)

04.04. - 08.04.2022
Berlin
Leiterplatten-Bau-
gruppen-Design 1
(ZED Level I1)

06.04.2022

Berlin
High-Power-Bau-
gruppen-Design (ZED
Level IV)

07.04.2022
Berlin

High Density
Interconnect und
Microvias

(ZED Level IV)

21.04. - 22.04.2022
Augsburg

IPC-A-601 CIT
Trainer
Rezertifizierung

02.05. - 04.05.2022
Berlin

High-Speed-
Baugruppendesign
(ZED Level IV)

05.05.-06.05.2022
Berlin
EMV-Baugruppen-
design (ZED Level IV)

09.05. - 17.05.2022
Online

Leiterplatten-
technologie in
Theorie & Praxis
(ZED Level IV)

09.05. - 13.05.2022
GroBostheim

IPC J-STD-001 Kurs
fiir Spezialisten

10.05.2022
Berlin
Reflowloten -
Weichloten

11.05.2022
Berlin
Reflowloten -
Reflowlotprofile

tendesigner und Firmen-
besuch bei BMK
www.pcbdesignertag.de

14. - 15.06.2022
Fellbach

EBL 2022

11. DVS/GMM
Fachtagung Elektro-
nische Baugruppen &
Leiterplatten

01. - 02.06.2022
Hamburg

Nortec
Gemeinschaftsstand
Elektronikfertigung
Halle A1, Stand A
1.512E
Gutscheincode per
E-Mail an info@fed.de
anfordern

Nahere Informationen
zu den Veranstaltungen

finden Sie unter
www.fed.de
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Ein herzliches Willkommen
unseren neuen Mitgliedern!

Wir begriiBen die neuen Mitglieder in unserer Community und freuen uns auf eine erfolgreiche

Zusammenarbeit.

Paul Mateoc
AT 1230 Wien
Personliches Mitglied

Mese GbR

Benzstr. 18/1

74196 Neuenstadt
Kurzprofil:
Automatisierungs-
[6sungen und
Sondermaschinenbau

Kabel Technik Kiel
GmbH

24118 Kiel

Fraunhofer Str. 15a
Kurzprofil: EMS fiir
Industrieelektronik und
Kabelkonfektion

INDUSTRONIC
Industrie-Electronic
GmbH & Co. KG
97877 Wertheim
Carl-Jacob-Kolb Weg 1
Kurzprofil: Komplettlo-

sungen fiir die Industrie-

kommunikation

Technische
Universitat Dresden
01069 Dresden
Helmholtzstr. 10
Kurzprofil: Institut fr
Aufbau- und Verbin-
dungstechnik

16 FED kontakt

Thyssenkrupp Presta
Aktiengesellschaft
FL 9492 Eschen
Essanestr. 10
Kurzprofil: Lenksyste-
me fiir die Automobil-
industrie

Roland Schonholz
79650 Schopfheim
Personliches Mitglied

Robin Haufe
13437 Berlin
Personliches Mitglied

Assmy & Bottger
Electronic GmbH
26197 Huntlosen
Am Sportplatz 12-14

Kurzprofil: EMS-Dienst-

leister

Sonova AG

CH 8712 Stéfa
Laubisriitistrasse 28
Kurzprofil: Experte fiir
innovative Horsysteme

Kries-Energietechnik
GmbH & Co. KG
71334 Waiblingen
Sandwiesenstr. 19
Kurzprofil: Losungen
fiir hochverfiigbare
Verteilnetze

EBE Elektro-Bau-
Elemente GmbH
70771 Leinfelden-
Echterdingen
Sielminger Str. 63

Kurzprofil: Kompetenz-

zentrum fiir Sensor-
technik und Aktorik

Electronic Academy
GmbH

91774 Spalt
Wassermungenauer
Str. 2

Kurzprofil: Unterneh-
mensberatung fiir
Elektronikentwicklung
und -Fertigung

KRES Elektronik+-
Service GmbH
08427 Fraureuth
Am Grenzbach 7
Kurzprofil: EMS-
Dienstleister

KATEK Memmingen
GmbH

87700 Memmingen
Mammostr. 1
Kurzprofil: EMS-Dienst-
leiter, Schwerpunkt
Leistungselektronik

Nicolai Groner
91413 Neustadt/A.
Personliches Mitglied

JOT Automation GmbH
60428 Frankfurt/M.
Lyoner Str. 14
Kurzprofil: Automatisie-
rungslosungen fiir die
Elektronikfertigung



